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congatec embedded Computer-on-Module beschleunigen robuste high-performance Edge-KI mit Qualcomm Dragonwing™ Prozessoren

congatec und Qualcomm kooperieren, um die nächste Technologiewelle mit high-performance Plattformen mit Qualcomm Dragonwing voranzutreiben
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„Unsere Technologiekooperation mit Qualcomm Technologies ermöglicht es Entwicklern die extreme Rechenleistung und Schnittstellenbandbreite mit einem energieeffizienten Design zu nutzen, die jahrzehntelang nur mit x86-Architekturen erreichbar waren“, sagt Konrad Garhammer, COO & CTO bei congatec.
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„Unsere Zusammenarbeit mit congatec vereint die herausragende Rechenleistung, branchenführende Energieeffizienz, On-Device-KI und die industrietauglichen Funktionen der Dragonwing IQ-X Serie mit der Flexibilität, Skalierbarkeit und Robustheit von congatecs COM-HPC-Mini-Portfolio und applikationsfertigem Ökosystem“, erklärt Enrico Salvatori, Senior Vice President und President von Qualcomm Europe, Inc.

Deggendorf, 18. November, 2025 * * * congatec – ein führender Anbieter von Embedded und Edge Computer Technologie – gibt heute seine Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. bekannt. Diese Partnerschaft beschleunigt die Markteinführung leistungsstarker embedded KI-Applikationen für platz-, gewichts- und stromoptimierte Industrielösungen auf Basis der Qualcomm Dragonwing™ Prozessoren. In einem ersten Schritt erschließt die Technologiepartnerschaft die Vielseitigkeit von congatecs applikationsfertigem COM-HPC Portfolio für Entwickler, die Qualcomm Dragonwing IQ-X Series Prozessoren nutzen. 

„Unsere Technologiekooperation mit Qualcomm Technologies ermöglicht es Entwicklern die extreme Rechenleistung und Schnittstellenbandbreite mit einem energieeffizienten Design zu nutzen, die jahrzehntelang nur mit x86-Architekturen erreichbar waren“, sagt Konrad Garhammer, CTO & COO von congatec. „Zum ersten Mal können Entwickler high-performance Embedded-Applikationen mit herausragender Energieeffizienz und Leistung-pro-Watt auf einem nahezu kreditkartengroßen Formfaktor umsetzen.“

„Unsere Zusammenarbeit mit congatec vereint die herausragende Rechenleistung, branchenführende Energieeffizienz, On-Device-KI und die industrietauglichen Funktionen der Dragonwing IQ-X Serie mit der Flexibilität, Skalierbarkeit und Robustheit von congatecs COM-HPC-Mini-Portfolio und applikationsfertigem Ökosystem“, erklärt Enrico Salvatori, Senior Vice President und President von Qualcomm Europe, Inc. „Gemeinsam treiben wir die Transformation intelligenter Industrien voran, indem wir überlegene Plattformen bereitstellen, mit denen Kunden die nächste Generation industrieller PCs entwickeln und Edge-KI-Applikationen in großem Maßstab ausrollen.“

Über COM-HPC Mini
congatecs COM-HPC Mini Ökosystem basiert auf der COM-HPC Spezifikation der PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG). Das mit nur 95 mm x 70 mm kompakte COM-HPC Mini Modul mit Qualcomm Dragonwing IQ-X Series Prozessoren zielt auf den wachsenden Bedarf an high-performance Edge-AI-Applikationen in Märkten wie Sicherheit, Retail/POS, Robotik, Medical und Automatisierung. Mit seiner erhöhten Performancedichte ist das COM-HPC Mini Ökosystem von congatec ideal für alle größen-, gewichts- und stromoptimierten (SWaP) Applikationen, die auf situative Wahrnehmung sowie lokale Edge-AI angewiesen sind. Davon profitieren auch mobile Medizingeräte, Security-Kiosks, Self-Checkout-Systeme, autonome Fahrzeuge sowie Anwendungen, die große Sprachmodelle lokal ausführen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.congatec.com/de/ecosystems/com-hpc-mini-ecosystem/ 

* * *

Über congatec
congatec ist ein weltweit führender Anbieter von high-performance Hardware- und Software-Buildingblocks für Embedded- und Edge-Computing-Lösungen auf Basis von Computer-on-Modules (COM). Die leistungsstarken Computermodule werden in einer Vielzahl von Systemanwendungen und Geräten in der industriellen Automatisierung, der Medizintechnik, der Robotik, der Telekommunikation und vielen anderen Branchen eingesetzt. congatecs applikationsfertige high-performance aReady.-Ecosystems vereinfachen und beschleunigen die Entwicklung von Lösungen vom COM bis zur Cloud. Dieser applikationsfertige Ansatz kombiniert COMs mit Services und kundenspezifisch konfigurierbaren Schlüsseltechnologien für Systemkonsolidierung, IoT, Security und Künstliche Intelligenz. Unterstützt vom Mehrheitsaktionär DBAG Fund VIII, einem deutschen Mittelstandsfonds mit Fokus auf wachsende Industrieunternehmen, verfügt congatec über die Finanzierungs- und M&A Erfahrung, um diese expandierenden Marktchancen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.congatec.de oder auf LinkedIn und YouTube.

Qualcomm-Markenprodukte sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften. Qualcomm-Patente werden von Qualcomm Incorporated lizenziert.  
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